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Technicka specifikace

Jedna se o zuslechtovani vyrobkl ( substratd ), formou magnetronového pokoveni V inertni nebo
reaktivni atmosféfe, tvorbou polymernich vrstev v ionizovaném prostiedi, vakuové naparovani a nebo
iontovou Upravu povrchu.

Celé zafizeni se bude skladat z valcové pracovni komory o priméru minimalné¢ 1200 mm a vySce
minimalné 1000 mm, umisténé ve vertikalni ose. Vstup do pracovniho prostoru bude pfednimi dveimi,
které budou zaroven ¢asti pracovni komory.

Vyska min. 1000 mm

Prumér min. 1200 mm

Evakuacni agregat

Zatizeni bude obsahovat tfi stupnovy evakuacni agregat, ktery se bude skladat z rotacni olejové
vyveévy, Rootsovy vyveévy a dvou difusnich vyvév, které musi byt doplnény vymrazovacim lapacem
olejovych par s vlastnim agregatem. Evakua¢ni agregat dale musi obsahovat vSechny pottebné
vakuové prvky a to vakuové ventily, vakuové potrubi a vakuové kompenza¢ni prvky. Diky této
sestavé musi byt zafizeni pfipraveno pro rychlou a efektivni pfipravu podminek technologického
vybaveni celého zafizeni.

Pracovni komora

Zatizeni bude obsahovat jednu pracovni komoru, ktera je umisténa ve vertikalni ose. Vstup do komory
budou tvofit dvete, které¢ budou i ¢asti komory a které se budou otevirat do pfedni ¢asti pracovni
komory.

Do pracovni komory budou pfipevnény vsechny vakuové prvky a vysoko vakuové ventily, na kterych
dale budou pfipevnény lapace olejovych par a difusni vyvévy. Na dvefich komory pak budou
umistény dva magnetrony a iontové délo. Na spodni ¢asti pracovni komory budou umistény proudové
prachodky, na které nasledné bude mozné ptipevnit odpatovaci elektrody pro technologii vakuového
napafovani. Dale bude pracovni komora obsahovat nékolik univerzalnich prichodek.

Ve spodni a horni ¢asti pracovni komory budou umistény dalsi specialni prichodky pro montaz
robotickych ramen.
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Popis technologického vybaveni

Zatizeni obsahuje celkem ctyti zakladni technologicka vybaveni, které 1ze kombinovat.

Prvni zakladni technologie mé oznaceni jako magnetronové

Jedna se o dva plo$né magnetrony, které jsou umistény ve vertikalni ose na dvefich pracovni
komory a dva magnetrony, které jsou ptimo pfipevnény na pohyblivych ramenech. Diky témto
magnetrontim lze vytvaret tenké vrstvy ¢i multi vrstvy na substrat. Lze tak vytvaret kovové
povlaky riiznych materialti jako je hlinik, titan, méd’, nikl, chrom, ¢i slitiny riznych kovt, ale i
jejich chemické slouceniny jako je napiiklad Al,O3 TiO,, TiN, SiO,, SiC, WO;, CrN, NiO,..

Druhou technolotii je iontové zuslecht'ovani povrchl substratu

Jedna se o iontové délo typu END-HALL, které je schopno ionizovat reaktivni plyn a diky
tomu bombardovat ionizovanymi molekulami povrch substratu. Diky tomu lze zménit
vlastnosti povrchu jako je napiiklad zvySeni tieni, snizeni oxidace, difundovani reaktivniho
plynu do povrchu, zména tvrdosti povrchu materialu, nauhliceni a jiné. Lze diky kombinaci
S nanesenim tenké vrstvy magnetronem nebo odporovym odpaienim zménit jeji vlastnosti
napiiklad barveni. Dale diky iontovému procesu lze pfipravovat povrchy substratu pro dalsi
technologii, tedy zvysit pfilnavost ndsledné nanesené vrstvy k substratu.

Trteti technologii je odporové odpatovani vrstev
Jedna se o technologii, kde lze termalné odpafovat materidly na substrat, které nemusi byt
elektricky vodivé. Jedna se napiiklad o SiO, nebo MgF,, ruzné oxidy a jiné prvky, které nelze
nanaset metodou magnetronového odprasovani.

Ctvrtou technologii nanaseni tenkych vrstev ma odborné oznageni PACVD.

Jedna se o nanaSeni tenkych vrstev v doutnavém vyboji a to z kapalného skupenstvi do
skupenstvi pevného. Technologie disponuje predehiatym zasobnikem ( reaktorem )
s kapalnym monomerem, ktery se davkuje do pracovni komory, kde probiha doutnavy vyboj
mezi substraty. Na nich se pak tvofi zcela unikatni polymerni vrstva se specifickymi
vlastnostmi jako je hydrofobni povrchy, transparentni otéru vzorné povrchy elektricky
nevodivé povrchy nebo polymerni povrchy obsahujici funkéni prvky ( SiO, TiO;, ..).

Popis fidici a mévici ¢asti stroje

Celé zatizeni bude ovladano tidicim systémem PLC a PC. Dokaze pIn¢ automaticky ridit v§echny pied

nastavené procesy a to od samotného ovladani vakuovych vyveév pres technologické vybaveni az po
fizeni polohy ramen. Diky této sestavé lze celé zafizeni ptipojit napiiklad do systému SCADA.

Vsechny procesy pece bude mozné fidit ru¢né nebo automaticky, na zakladé pred nastavitelnych

receptur. Ty lze kdykoliv editovat a samozfejmé¢ lze vytvofit uZzivatelské piistupy pro technologa,
obsluhu ¢i servisni udrzbu.

Vsechny procesy budou dimyslné zpracovany a zobrazeny na operatorském panelu. Souc¢asti bude i

podrobny vyrobni denik. Technologické vybaveni bude pak kontrolovano ¢tyfmi QCM méficimi
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hlavicemi pro urceni tloustky vrstvy a jednim optickym senzorem vinové délky. Cely systém bude

mozné pripojit do sit¢ ETHERNET a lze tak kontrolovat procesy zatizeni na dalku.

Parametry zatizeni
Rozmér pracovni komory
Magnetrony

Iontova technologie
PACVD

Meéfeni teploty

Odporové odparovani
Napousténi plynu

El. Napijen

Maximalni ptikon

Rezim ovladani

Vyrobni / servisni denik
Sitovani ETHERNET
Pohybové ramena
Monitorovani tvorby vrstev
Zdroj pro magnetrony
Zdroj pro lontové délo

Zdroj pro odporové odparovani

pramér min.1200, vyska min. 1000 mm
2 x plosné, 2 x pohybové
1x I-BAD, END-HALL
1 x reaktor pro monomer
Ano, 2x termoclanek ,, K
4 pozice

3 plyny

3x400V /50 Hz

max. 76 kW

Rucni / Automatika

Ano

Ano

3x,08y X, Z, Y

4 x QCM

2 X 20 KW /5 kW

1x10 kW

1x 16V / 600A
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